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I ZASTOSOWANIE:

Stuzy do przyklejania ptyt z wetny mineralnej przy docieplaniu $cian zewnetrz-
nych budynkow w technologii bezspoinowego systemu ocieplen. Stosowana w
systemach docieplen opartych na fasadowych plytach z wetny mineralnej o
zaburzonym uktadzie wtokien, réwnolegtym do powierzchni ptyty (laminar-
nym) oraz prostopadiym (wetna lamelowa).

UWAGA! Klej BOLIX ZW stuzy wytqcznie do przyklejania piyt z wetny mineral-
nej! Do wykonywania warstwy zbrojonej siatkq z wiékna szklanego nalezy
stosowac zaprawe klejgeq BOLIX WM.

I TECHNOLOGIA WYKONANIA:

H Przygotowanie podioza:

Podtoze powinno byé nosne, suche, rowne, oczyszczone z powtok antyadhezyj-
nych (jak np: brud, kurz, pyt, tuste zabrudzenia i bitumy) oraz wolne od agresji
biologicznej i chemicznej. Gtadkie powierzchnie betonowe zmatowi¢ gru-
bym papierem $ciernym, odpyli¢ i zagruntowaé preparatem BOLIX T. Nierdw-
nosci i ubytki podfoza (rzgdu 5-15 mm) nalezy odpowiednio wezesniej wyrow-
naé zaprawg wyréwnawczo-murarskg BOLIX W. Podtoze chtonne zagruntowaé
preparatem gruntujgcym BOLIXT.

Okres schnigcia zastosowanego na podtozu preparatu BOLIX T wynosi min.
4-6 hw optymalnych warunkach pogodowych (przy wzglednej wilgotnosci po-
wietrza 60% i temperaturze powietrza +20°C).

H Przygotowanie produktu:

Zawartoé¢ opakowania wsypa¢ do pojemnika z odmierzona iloécig wody
(4,85 3 litra) i doktadnie wymieszaé mieszarkq/wiertarkq wolnoobrotowg
z mieszadtem koszykowym, az do uzyskania jednorodnej konsystenji. Po
uptywie 5 minut i ponownym wymieszaniu zaprawa jest gotowa do uzycia.
W zaleznosci od temp. i wilgotnosci powietrza przygotowana zaprawa jest
przydatna do uzycia przez ok. Th.

Bl Zastosowanie produldu:

1) Przyklejenie fusadowych plyt 2 welny mineralnej o zabu-
rzonym i rownolegtym (laminarmym) uktadzie wiokien:

W celu prawidtowego przyklejenia wetny mineralnej nalezy zawsze bezpo-
$rednio przed natozeniem wiasciwej ilosci kleju na plyte wykonaé warstwe
stykowq poprzez przeszpachlowanie /przetarcie/ plyty /od strony przyklejo-
nej/ cienkq warsiwa kleju w miejscach gdzie bedzie naktadana zaprawa.
Nastgpnie natozy¢ klej na przygotowane migjsca (technikg ,,mokre na mo-
kre") pasmami o szerokoéci 3-6 cm przy obwodzie ptyty w odlegtosci ok. 3 tm
od jej krawedzi. Na pozostatej powierzchni plyty natozyé réwnomiernie 8-10
plackéw kleju o $rednicy ok. 8-12 cm. Prawidtowo natozona zaprawa klejgca
powinna zapewnic min. 40% efektywnej powierzchni przyklejenia plyty do

klej do przyklejania wetny mineralnej

podtoza, a grubosé warstwy kleju nie powinna przekraczaé 10 mm. Po natoze-
niu zaprawy plyte niezwlocznie przytozy¢ do Sciany, dosungé do juz przyklejo-
nych plyt i docisngé. Wetng mineralng przykleja¢ do $ciany w mijankowym
uktadzie plyt. Zuzycie zaprawy wynosi na réwnym podtozu ok. 4,0 kg/m”.
UWAGA! Po dostatecznym zwigzaniu kleju (min. po 48 h), przyklejone pfyty
wymagajg dodatkowego mocowania do podfoZa odpowiednimi fgcznikami
mechanicznymi zgodnie z projektem.

1) Przyklejenie lamelowych plyt z welny mineralnej:

W celu prawidtowego przyklejenia wetny mineralnej nalezy zawsze bezpo-
srednio przed natozeniem wiasciwej ilosci kleju na plyte wykonaé warstwe
stykowg poprzez przeszpachlowanie /przetarcie/ catej powierzchni ptyty (od
strony przyklejanej) cienkq warstwg kleju. Nastgpnie na przetartq powierzch-
nig (technikg ,,mokre na mokre”) natozy¢ warstwe kleju przy pomocy pacy
zghatej /o wym. zgbow 10-12 mm/. Po natozeniu zaprawy plyte niezwlocznie
przytozyé do Sciany, dosungé do juz przyklejonych ptyt i docisngé. Wetng mine-
ralng przykleja¢ do Sciany w mijankowym uktadzie plyt. Zuzycie zaprawy na
rownym podtozu ok. 5,0 kg/m2

UWAGA! Po dostatecznym zwigzaniu kleju (min. po 48 h), przyklejone pfyty
nalezy mocowat do podfoza odpowiednimi fgcznikami mechanicznymi zgod-
nie z projektem (jezeli projekt zakfada takie mocowanie)

B Zalecenia wykonaweze:

m  Nanowowykonanych podtozach mineralnych (takich jak: beton, tyn-
ki cementowe i cementowo-wapienne) mozna rozpoczqé prace przy-
gotowaweze i naktadanie zaprawy klejgeej dopiero po jego wyschnie-
v, czyli po uptywie ok. 3-4 tygodni.

m  Przyklejeniu plyt z wetny mineralnej na chfonnych podtozach mine-
ralnych, nalezy wezesniej zagruntowaé te podtoza preparatem
BOLIXT.

m  Gruntowanie mozna wykonaé jedynie na powierzchni suchej, dopie-
ro po uptywie wtasciwego dla danego podioza okresu wigzania
i twardnienia.

m  Nalezy odpowiednio dopasowaé mozliwosci wykonawcze do po-
wierzchni przeznaczonej do jednorazowego wykonania (biorgc pod
uwagg ilosé pracownikéw, ich umiejetnosci, posiadany sprzet, istnie-
jqey stan podtoza i panujgee warunki atmosferyczne).

m  Proces przygotowania, przyklejenia i wigzania zaprawy klejgcej
powinien przebiegat przy bezdeszczowej pogodzie w temperaturze
powietrza od+5°C do+25°C.

m  Zaprawe klejgcg nalezy nakladaé na podtoza o temperaturze od
+5°Cdo+25°C.
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m  Nowowykonane warstwy nalezy chronic przed opadami atmosferycz-
nymi i dziataniem temperatury ponizej +5°C do czasu zwigzania.

m  Podczas realizacji rob6t dociepleniowych, zaleca sig zabezpieczenie
rusztowan siatkami osfonowymi w celu zminimalizowania nieko-
rzystnie oddziatujgeych czynnikéw zewngtrznych.

m  Niskatemperatura, podwyzszona wilgotnos¢, brak odpowiedniej cyr-
kulacji powietrza wydtuzajq czas wysychania kleju.

m  Nalezy pamigta¢ o whasciwym wykonaniu i wykoriczeniu (profile
dylatacyjne) dylatacji wystepujacych w podtozu.

m  Pozakonczeniu naktadania zaprawy klejgcej narzedzia i rece nale-
1y umy biezqeq wodg, pamigtajgc ze po wyschnigciu kleju czyszcze-
nie jest utrudnione. Powierzchnig $wiezo zabrudzonych elementow
nalezy przetrze¢ wilgotng szmatkq.

m  Klej do przyklejania wetny mineralnej BOLIX ZW jest elementem
systemdw docieplen BOLIX M1iBOLIX M1 -G. Petna i gwarantowana
skutecznosc tego materiatu ma miejsce wowczas, gdy jest on stosowa-
ny razem z pozostatymi elementami systemu, zgodnie z technologiq
wykonania (opisang w Instrukeji Docieplania BOLIX Nr 1B/01/2001).

m Do wykonywania warstwy zbrojonej w obu systemach nalezy stosowaé
klej cienkowarstwowy BOLIX WM.

B S$rodki ostroznosd:

Wyrdb posiada odczyn alkaliczny, nalezy chroni¢ oczy i skore. W przypadku
bezposredniego kontaktu z oczami nalezy ptukaé je obficie wodq i skontak-
towac sig z lekarzem.

B Wskazowki dodatkowe:

W celu prawidfowego zastosowania produktu przy wykonywaniu ocieplenia
zalecamy zapoznac sig z tresciq Instrukji BOLIX Nr 1B/01/2001
-"Docieplanie $cian zewngtrznych budynkow".

H Niezbedne narzedzia:
m  Wiadro budowlane
m  Mieszarka lub wiertarka wolnoobrotowa (400500 obr/min)
z mieszadtem koszykowym
m  Szpachla oraz kielnia ze stali nierdzewnej
m  Wierfarka udarowa
m  Mbotek budowlany

DANE TECHNICZNE:

Parametry uzytkowe zaprawy klejgceij:

m  Temperatura stosowania: od +5°Cdo +25°C
m  Temperatura podtoza: od +5°Cdo +25°C

klej do przyklejania wetny mineralnej

Proporcje mieszania: 4,8-5,31 wody na 25 kg kleju
Czas otwarty pracy: ok. 1,0h

Sptyw: < 0,10 mm

Przyczepnosc:

Bl Dane techniczne i whasnosci produldu:

m  Konsystencja: suchy proszek

m  Kolor: szary

m  Gestosc nasypowa: ok. 1,45 kg/dm?
[wszystkie dane techniczne zostaly podane dla wzglednej wilgotnosc powie-
trza 60% i temperatury powietrza +20°C/

N ZUZVCIE:
Luzycie zaprawy klejgcej na odpowiednio przygotowanym podtozu przy wy-
konywaniu docieplenia budynku:

m  przyklejeniv fosadowych plyt z wetny mineralnej o zaburzonym i row-

nolegtym (laminarnym) uktadzie wikien wynosi ok. 4,0 kg/m?

m  przyklejeniu lamelowych plytz welny mineralnej wynosi ok. 5,0 kg/m?
W celu dokfadnego okreslenia zuzycia wyrobu na danym podtozu zaleca sig
przeprowadzenie odpowiednich prob.

I WARUNKI PRZECHOWYWANIA | TRANSPORTU:
Oryginalnie zamknigte opakowania chroni¢ przed zawilgoceniem w czasie
transportu i sktadowania. Okres przydatnosci do zastosowania: do 12 miesigcy
od daty produkdji umieszczonej na opakowaniu. Wyrdb przechowywat w miej-
scu niedostepnym dla dzieci.

[ DOKUMENTY FORMALNO-PRAWNE:

Aprobata Techniczna ITB Nr AT-15-3374/2003 oraz AT-15-4194/2003
Atest Higieniczny PZH Nr HK/B/2188/01/2001

Certyfikat Nr [TB-0794/W/04 oraz ITB-002/Z

Deklaracja Zgodnosci Nr 9/B/2004 z dn. 12.10.2004 oraz Nr 1/B/2005
2dn.14.02.2005.

I SKtAD:
Klej BOLIX ZW jest suchg mieszankg spoiw hydraulicznych, polimerdw, bazy
drobnoziarnistych wypetniaczy mineralnych oraz dodatkdw modyfikujgcych.

BOLIX S.A. gwarantuie whasciwg jakos¢ wyrobu, lecz nie ma wplywu na rodzaj jego zastosowania
i sposéb uzycia. BOLIX nie ponosi odpowiedzialnosc za pracg Projektanta i Wykonawcy. Wszystkie
przedstawione wyzej informacie zostaty podane w dobrej wierze wedtug najnowszego stanu wiedzy
i techniki stosowania. Nie zastgpujq one fachowego przygotowania Projektanta i Wykonawy oraz
nie zwalniajq go z przestrzegania zasad sztuki budowlanej i BHP. W przypadku watpliwosd nalezy
przeprowadzié odpowiednie préby lub skontakiowaé sig z Dziatem Technicznej Obstugi Klienta BOLIX.
Wraz z wydaniem powyzszej Karty Technicznej wszystkie poprzednie tracq swojg waznost.

Bolix S.A. ul. Stolarska 8, 34-300 Zywiec
tel.: /+ 4833/47506 00, fax: /+4833/47506 12

www.bolix.pl

22

data aktvalizacji: 2006-05-22



